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PRESS RELEASE 
 

BE Semiconductor Industries Announces Die Bonding/Wire Bonding Orders   
 

Duiven, the Netherlands, May 12, 2009, BE Semiconductor Industries N.V. ("the Company" or "Besi") 
(Euronext: BESI), a leading manufacturer of assembly equipment for the semiconductor industry, today  
announced the receipt of two orders aggregating approximately € 4 million for die bonding and wire 
bonding equipment by its Esec subsidiary.  

 
The first order was received from a European smart card manufacturer and aggregated approximately 
CHF 4 million. It consisted of 13 die bonders and 21 wire bonders and is scheduled for delivery in the 
second half of 2009 to the customer’s European and Asian production facilities. The second order was 
received from a large Asian subcontractor for use in one of its Chinese production facilities and 
aggregated approximately US $1.5 million. It consisted of 20 wire bonders and 2 die bonders and is 
scheduled for delivery in the second half of 2009. 
 
Richard Blickman, Chief Executive Officer of the Company, commented: "We are very pleased to receive 
these important orders from existing Esec customers. We believe that such orders reflect their confidence 
in the breadth of Esec’s die bonding and wire bonding product portfolio, leading edge technology and 
global competitiveness."  
 

About BE Semiconductor Industries N.V.  
BE Semiconductor Industries N.V. designs, develops, manufactures, markets and services die sorting, flip 
chip and multi-chip die bonding, wire bonding, packaging and plating equipment for the semiconductor 
industry’s assembly operations. Its customers consist primarily of leading U.S., European and Asian 
semiconductor manufacturers, assembly subcontractors and industrial companies which utilize its products 
for both array connect and conventional leadframe manufacturing processes. For more information about 
Besi, please visit our website at www.besi.com.  

 
Contacts:  
Richard W. Blickman Jan Willem Ruinemans  
President & CEO  Chief Financial Officer  
Tel. (31) 26 319 4500  Tel. (31) 26 319 4500 
investor.relations@besi.com  investor.relations@besi.com

 
European IR contact: 
Uneke Dekkers / Frank Jansen 
Citigate First Financial 
Tel. (31) 20 575 4021 / 24 
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Nederlandse toelichting bij Engelstalig persbericht d.d. 12 mei 2009, 
waarbij de Engelse tekst leidend is. Zie Engelstalig persbericht voor 
"Caution Concerning Forward Looking Statements". 
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PERSBERICHT 

 

BE Semiconductor Industries kondigt orders aan voor die bonding/wire bonding machines 

Duiven, 12 mei 2009, BE Semiconductor Industries N.V. ("Besi") (Euronext: BESI), een toonaangevende 
leverancier van assemblagemachines voor de halfgeleiderindustrie, heeft vandaag bekend gemaakt dat 
haar dochteronderneming Esec twee orders heeft ontvangen voor die bonding en wire bonding machines 
voor een totaalbedrag van ongeveer € 4 mio. 

De eerste order is geplaatst door een Europese smart card producent en bedraagt ongeveer CHF 4 mio. 
De order bestaat uit 13 die bonders en 21 wire bonders, en verwacht wordt dat levering aan de Europese 
en Aziatische productiebedrijven van deze klant plaatsvindt in de tweede helft van 2009. De tweede 
order is geplaatst door een grote Aziatische toeleverancier voor gebruik in een van zijn Chinese 
productiebedrijven en bedraagt ongeveer US$ 1.5 mio. De order bestaat uit 20 wire bonders en 2 die 
bonders en verwacht wordt dat levering plaatsvindt in de tweede helft van 2009. 

Richard Blickman, Chief Executive Officer van Besi, lichtte toe: "Wij zijn zeer verheugd deze belangrijke 
orders van bestaande Esec klanten te hebben ontvangen en zijn van mening dat deze orders het 
vertrouwen in de breedte van Esec's die bonding en wire bonding productenportfolio, vooraanstaande 
technologie en wereldwijde concurrentievermogen weerspiegelen." 
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